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Q1.  एक पल्स जनरेटर का ननर्गत प्रनतरोध 10 KΩ है और इसे 50 pF ननवेश धाररता वाले एक दोलनदशी से 

जोडा र्या है। समय स्थिराांक ज्ञात कीनजए। 

 

 A pulse generator has an output resistance of 10 KΩ and is connected to an 

oscilloscope of input capacitance of 50 pF. Find the time constant. 

(A) 25 nS 

(B) 0.5 µS 

(C) 5 µS 

(D) 50 nS 

 

Q2.  एक डायोड के र्नतशील अग्र और पश्च प्रनतरोध की र्णना कीनजए जब लारू् वोले्टज T=300 K पर 0.3 

V है, नदया र्या है I0=1 µA। 

 (A)  गतिशील अग्र प्रतिरोध = 0.354 Ω और पश्च प्रतिरोध = 300 KΩ 

 (B)  गतिशील अग्र प्रतिरोध = 0.214 Ω और पश्च प्रतिरोध = 300 KΩ 

 (C)  गतिशील अग्र प्रतिरोध = 0.500 Ω और पश्च प्रतिरोध = 500 KΩ 

 (D)  गतिशील अग्र प्रतिरोध = 0.254 Ω और पश्च प्रतिरोध = 300 KΩ 

 

 Calculate the dynamic forward and reverse resistance of a diode when the applied 

voltage is 0.3 V at T=300 K, given I0=1 µA. 

(A) Dynamic forward resistance = 0.354 Ω and Reverse resistance = 300 KΩ 

(B) Dynamic forward resistance = 0.214 Ω and Reverse resistance = 300 KΩ 

(C) Dynamic forward resistance = 0.500 Ω and Reverse resistance = 500 KΩ 

(D) Dynamic forward resistance = 0.254 Ω and Reverse resistance = 300 KΩ 

 

Q3.  तापीय पलायन से बचने के नलए, बीजेटी के सांचालन नबांदु को ननम्ननलस्थित शतग को पूरा करना चानहए: 

 

 To avoid thermal runaway, the operating point of the BJT should satisfy the following 

condition: 

(A) VCE ≤ VCC/2 

(B) VCE = VCC/2 

(C) VCE > VCC/2 

(D) VCE ≤ 0.78VCC 

 

Q4.  एन-चैनल मोसेफ्ट की थे्रशोल्ड वोले्टज को ___________ द्वारा बढाया जा सकता है। 

 (A)  चैनल अपतिश्रण साांद्रिा बढाकर 

 (B)  चैनल अपतिश्रण साांद्रिा कि करके 

 (C)  गेट ऑक्साइड की िोटाई कि करके 

 (D)  चैनल की लांबाई कि करके 

 

 The threshold voltage of the n-channel MOSFET can be increased by ___________. 

(A) Increasing channel doping concentration 

(B) Reducing channel doping concentration 

(C) Reducing gate oxide thickness 

(D) Reducing channel length 
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Q5.  नबना फीडबैक और ऋणात्मक फीडबैक वाले एक प्रवधगक का वोले्टज लाभ क्रमशः  100 और 20 है। 

ऋणात्मक फीडबैक कारक का प्रनतशत ___________ होर्ा। 

 

 The voltage gain of an amplifier without feedback and with negative feedback is 100 

and 20, respectively. The percentage of the negative feedback factor would be 

___________. 

(A) 5% 

(B) 20% 

(C) 80% 

(D) 4% 

 

Q6.  नदए र्ए पररपथ में 100 Ω प्रनतरोध से प्रवानहत नवद्युत प्रवाह __________ होर्ी। 

 

 In the circuit given current flowing through the resistance 100 Ω would be____________. 

 

 
(A) 18 mA 

(B) 10 mA 

(C) 8 mA 

(D) 20 mA 

 

Q7.  (2236)10 को एके्सस-3 कोड में एनकोड करें । 

 

 Encode (2236)10 in excess-3 code. 

(A) 0100 0101 0110 1001 

(B) 0101 0101 0110 1011 

(C) 0100 0101 0110 0110 

(D) 0101 0101 0110 1001 

 

Q8.  एक नद्व-ढलान ADC का ररफरेंस वोले्टज 10 V है। समाकलक में 1 µF और 10 KΩ का सांधाररत्र है। 

अज्ञात वोल्टता Vx को पढने में लर्ा समय 0.1s है। Vx ज्ञात कीनजए। 

 

 The reference voltage of a dual slope ADC is 10 V. The integrator has a capacitor of             

1 µF and 10 KΩ. The time taken to read an unknown voltage Vx is 0.1s. Find Vx. 

(A) 2 V 

(B) 3 V 

(C) 1 V 

(D) 4 V 
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Q9.  एक ररपल काउांटर में 4 FF होते हैं, और पहला FF, F0, क्लॉक से पल्स प्राप्त करता है और Q0 आउटपुट 

देता है। अन्य FF जुडे होते हैं, जो Q1, Q2 और Q3 देते हैं। जब क्लॉक आवृनि 1 MHz हो, तो Q3 आउटपुट 

की आवृनि ज्ञात कीनजए। 

 

 A ripple counter consists of 4 FFs, and the first FF, F0, receives the pulses from the 

clock and gives an output Q0. Other FFs are connected, giving Q1, Q2, and Q3. 

Determine the frequency of Q3 output when the clock frequency is 1 MHz. 

(A) 52.5 KHz 

(B) 72.5 KHz 

(C) 82.5 KHz 

(D) 62.5 KHz 

 

Q10.  हाडगवेयर नववरण भाषा को एफपीजीए में मैप करते समय, एफएफ का अनुमान ____________ से लर्ाया 

जाता है। 

 (A)  अनुक्रतिक लॉतिक सिीकरण  (B)  क्लॉक्ड प्रतक्रयाएँ 

 (C)  सांयोिन लॉतिक सिीकरण  (D)  केवल टेस्टबेंच कोड 

 

 When mapping Hardware Description Language to an FPGA, FFs are inferred from: 

(A) Sequential logic equations (B) Clocked processes  

(C) Combinational logic equations (D) Testbench-only code 

 

Q11.  हाडगवेयर नववरण भाषाओां में एक टेस्टबेंच ननम्ननलस्थित कारणोां से लारू् होता है: 

 (A)  तसिुलेशन के िाध्यि से सतकि ट की कायिक्षििा की िाँच करने के तलए 

 (B)  सतकि ट को एफपीिीए िें सांशे्लतिि करने के तलए 

 (C)  पीसीबी लेआउट बनाने के तलए 

 (D)  िानक सेलोां िें कोड िैप करने के तलए 

 

 A testbench in Hardware Description Languages is applicable for the following 

reasons: 

(A) To check circuit functionality through simulation 

(B) To synthesize the circuit into an FPGA 

(C) To generate PCB layouts 

(D) Mapping code to standard cells 

 

Q12.  सांशे्लषण उदे्दश्ोां के नलए हाडगवेयर नववरण भाषा में नकस अमूतगन स्तर का अनधकतर उपयोर् नकया 

जाता है? 

 (A)  गेट-स्तर    (B)  व्यवहाररक स्तर 

 (C)  रतिस्टर टर ान्सफर स्तर  (D)  भौतिक लेआउट 

 

 Which abstraction level is mostly used in hardware description language for synthesis 

purposes? 

(A) Gate-level   (B) Behavioral Level  

(C) Register Transfer Level  (D) Physical layout 
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Q13.  एफपीजीए नडजाइन को लारू् करने के नलए, पे्लस-एां ड-रूट टूल का उपयोर् ______ के नलए नकया जाता 

है। 

 (A)  भौतिक स्थानोां और इांटरकनेक््टस को लॉतिक एतलिेंट तनतदिष्ट करने 

 (B)  एलयूटी टु्रथ टेबल्स को सीधे कॉन्फ़िगर करने  

 (C)  टाइतिांग वेव़िॉिि का अनुकरण करने 

 (D)  एचडीएल कोड को बूतलयन सिीकरणोां िें िैप करने 

 

 To implement FPGA design, the place-and-route tool is used for: 

(A) Assigning logic elements to physical locations and interconnects 

(B) Configuring LUT truth tables directly 

(C) Simulating timing waveforms 

(D) Mapping HDL code to Boolean equations 

 

Q14.  एक पीएएल उपकरण का उपयोर् _______ को कायागस्थित करने के नलए नकया जाता है। 

 (A)  कोई भी अनुक्रतिक सतकि ट 

 (B)  कोई भी सांयोिनात्मक लॉतिक 

 (C)  सांयोिनात्मक और अनुक्रतिक दोनोां लॉतिक 

 (D)  केवल िेिोरी ़िां क्शन 

 

 A PAL device is used to implement: 

(A) Any sequential circuit  

(B) Any combinational logic 

(C) Both combinational and sequential logic  

(D) Only memory functions 

 

Q15.  फै्लश मेमोरी में डेटा नकस तकनीक द्वारा इरेज नकया जा सकता है:  

 (A)  कैपेतसतटव तडस्चािि   (B)  क्ाांटि टनतलांग 

 (C)  आवतधक चािि ररफे्रतशांग  (D)  सभी तवकल्प 

 

 Data in Flash memory is erased by which technique: 

(A) Capacitive discharge  (B) Quantum tunneling  

(C) Refreshing charge periodically (D) All of the options 

 

Q16.  ननम्ननलस्थित में से कौन सी नडजाइन तकनीक एफपीजीए पर जनटल नडजाइनो ां की मैनपांर् दक्षता में 

सुधार करती है? 

 (A)  िॉडू्यलर तडजाइन से बचना 

 (B)  िकनीक-स्विांत्र आरटीएल राइट करना 

 (C)  तनतश्चि गेट-स्तरीय नेटतलस्ट िें लॉतिक को फोसि करना 

 (D)  उच्च फैन-इन सांयोिन लॉतिक का उपयोग करना 

 

 Which of the following design techniques improves the mapping efficiency of 

complex designs onto FPGAs? 

(A) Avoiding modular design 

(B) Writing technology-independent RTL 

(C) Forcing logic into fixed gate-level netlists 

(D) Using high fan-in combinational logic 
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Q17.  8 इनपुट वाले एक फां क्शन को 4-इनपुट एलयूटी एफपीजीए पर मैप नकया जाता है। आवश्क एलयूटी 

की नू्यनतम सांख्या: 

 

 A function with 8 inputs is mapped onto a 4-input LUT FPGA. The minimum number 

of LUTs required: 

(A) 4 

(B) 32 

(C) 8 

(D) 16 

 

 

Q18.  एक सीआरओ का ऊर्ध्ागधर लाभ ननयांत्रण 10 V/cm की नवके्षपण सांवेदनशीलता पर सेट नकया र्या 

है। y-इनपुट पर एक अज्ञात AC सांकेत वोले्टज लर्ाया र्या है। नडस्प्पे्ल पर 5 cm लांबी रेिा का ननशान 

नदिाई देता है। AC वोले्टज ज्ञात कीनजए। 

 

 A vertical gain control of a CRO is set at a deflection sensitivity of 10 V/cm. An 

unknown AC sign voltage is applied to the y-input. A 5 cm-long line trace is observed 

on the display. Determine the AC voltage.  

(A) 16.66 V 

(B) 15.14 V 

(C) 17.66 V 

(D) 14.14 V 

 

 

Q19.  𝟒
𝟏

𝟐
   अांक वाले वोल्टमीटर का ररजॉलू्यशन इस प्रकार है: 

 

 The resolution of a 𝟒
𝟏

𝟐
  digit voltmeter is as follows:  

(A) 0.001 

(B) 0.0001 

(C) 0.00001 

(D) 0.01 

 

 

Q20.  फां क्शन जनरेटर में स्वीप मोड का उपयोर् मुख्यतः  ____________ के नलए नकया जाता है। 

 (A)  आरएिएस वोले्टि िापने 

 (B)  सतकि ट की आवृति प्रतितक्रया का अतभलक्षणन 

 (C)  डीसी वोले्टि िापने 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 The sweep mode in a function generator is used mainly for: 

(A) Measuring RMS voltages 

(B) Characterizing the frequency response of circuits  

(C) Measuring DC voltage 

(D) All of the options 
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Q21.  ऑनसलोस्कोप में, अनलयानसांर् ननम्ननलस्थित कारणोां से होती है: 

 (A)  निूनाकरण दर उच्चिि इनपुट आवृति के दोगुने से अतधक है 

 (B)  निूनाकरण दर उच्चिि इनपुट आवृति के दोगुने से कि है 

 (C)  time/div सेतटांग बहुि धीिी है 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 In oscilloscopes, aliasing occurs due to the following reasons: 

(A) Sampling rate is greater than twice the highest input frequency 

(B) Sampling rate is less than twice the highest input frequency 

(C) The time/div setting is too slow 

(D) All of the options 

 

 

 

 

Q22.  बाउांडर ी-सै्कन (जेटीएजी) नडबनर्ांर् का उपयोर् _______ के नलए नकया जाता है। 

 (A)  केवल आइसी आांिररक रतिस्टरोां का परीक्षण 

 (B)  एनालॉग वोले्टि िरांगोां का िापन 

 (C) प्रत्यक्ष प्रोब एके्सस के तबना पीसीबी इांटरकनेक्शन के परीक्षण 

 (D)  कोई भी तवकल्प नही ां 

 

 Boundary-scan (JTAG) debugging is used for: 

(A) Testing IC internal registers only 

(B) Measuring analog voltage waveforms 

(C) Testing PCB interconnections without direct probe access 

(D) None of the options 

 

 

 

 

Q23.  हाडगवेयर-सॉफ़्टवेयर कोनडजाइन में, एके्सलरेटर के नलए सामान्य प्रदशगन बाधाएँ हैं: 

 (A)  हाडिवेयर तवलांबिा 

 (B)  सॉफ़्टवेयर तवलांबिा 

 (C)  बस बैंडतवड्थ और िेिोरी टर ाांस़िर ओवरहेड 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 In Hardware-Software codesign, the common performance bottleneck for 

accelerators is: 

(A) Hardware latency 

(B) Software latency 

(C) Bus bandwidth and memory transfer overhead 

(D) All of the options 
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Q24.  एम्डल का ननयम _______  लारू् होता है। 

(A)  पावर अनुक्रिण आवश्यकिाओां का तवशे्लिण करने के तलए 

(B)  डीएिए टर ान्सफर साइिोां का अनुकूलन करने के तलए 

(C)  एफपीिीए सांसाधन उपयोग को िापने के तलए 

(D)  हाडिवेयर िें कायिभार के केवल एक भाग को त्वररि करिे सिय अतधकिि तसस्टि गति का अनुिान 

लगाने के तलए 

  

 Amdahl’s Law is applied to: 

(A) Analyze power sequencing requirements 

(B) Optimize DMA transfer sizes 

(C) Measure FPGA resource utilization 

(D) Estimate the maximum system speedup when accelerating only part of the 

workload in hardware 

 

Q25.  सै्कन-आधाररत टेस्थस्टांर् में, स्थफ्लप-फ्लॉप को _________  सांशोनधत नकया जाता है। 

 (A)  टेस्ट िोड के दौरान सीररयल तशफ्ट रतिस्टर के रूप िें कायि करने के तलए 

 (B)  तु्रतट सुधार के तलए अतिररक्त तबट्स स्टोर करने के तलए 

 (C)  स्वचातलि रूप से टेस्ट वेक्टर उत्पन्न करने 

 (D)  कोई भी तवकल्प नही ां 
  

In scan-based testing, flip-flops are modified to: 

(A) Act as serial shift registers during test mode 

(B) Store redundant bits for error correction 

(C) Generate test vectors automatically 

(D) None of the options 

 

Q26.  मेमोरी टर ैनफक को कम करने के नलए नकस आनकग टेक्चर को सबसे अनधक सांख्या में सामान्य-उदे्दश् 

रनजस्टरोां की आवश्कता होती है? 

 (A)  रतिस्टर-रतिस्टर आतकि टेक्चर  (B)  सांचायक आतकि टेक्चर 

 (C)  सै्टक आतकि टेक्चर   (D)  कोई भी तवकल्प नही ां 

 

 Which architectures require the largest number of general-purpose registers to reduce 

memory traffic? 

(A) Register-Register architecture (B) Accumulator architecture 

(C) Stack architecture  (D) None of the options 

 

Q27.  वॉन नू्यमैन आनकग टेक्चर के नलए कौन सा कथन सही नही ां है? 

 (A)  डेटा और तनदेशोां के तलए एकल बस 

 (B)  तनदेशोां का अनुक्रतिक तनष्पादन 

 (C)  तनयांत्रण इकाई प्राप्त-तडकोड-तनष्पातदि चक्र का प्रबांधन करिी है 

 (D)  डेटा और तनदेश िेिोरी की सिानाांिर पहँुच 

 

 Which statement is NOT correct for Von Neumann architecture? 

(A) Single bus for data and instructions 

(B) Sequential execution of instructions 

(C) Control Unit manages fetch-decode-execute cycle 

(D) Parallel access of data and instruction memory 
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Q28.  कौन से प्रोसेसर हावगडग आनकग टेक्चर पर आधाररत हैं? 

 (A)  इांटेल x86 

 (B)  एएिडी राइिेन डेस्कटॉप सीपीयू 

 (C)  आिि कॉटैक्स-एि िाइक्रोकां टर ोलर 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 Which processors are based on Harvard architecture? 

(A) Intel x86 

(B) AMD Ryzen desktop CPUs 

(C) ARM Cortex-M microcontrollers 

(D) All of the options 

 

Q29.  स्थफ्लन का वर्ीकरण ननम्ननलस्थित अवधारणा पर नवचार नही ां करता है: 

 (A) पाइपलाइतनांग 

 (B)  तसांगल इन्सटरक्शन, िल्टीपल डेटा वेक्टर लेंथ 

 (C)  कैश ऑगिनाइजेशन 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 Flynn’s classification does not consider the following concept: 

(A) Pipelining 

(B) Single Instruction, Multiple Data vector length 

(C) Cache organization 

(D) All of the options 

 

Q30.  नकस इन्सटर क्शन फारमैट के नलए सबसे बडे इन्सटर क्शन साइज की आवश्कता होती है? 

 (A)  केवल दो-एडर ेस 

 (B)  केवल एक-एडर ेस 

 (C)  पररवििनीय-लेंथ वाला दो-एडर ेस प़िारिैट 

 (D)  तनतश्चि-लेंथ वाला िीन-एडर ेस ़िारिैट 

 

 Which instruction format requires the largest instruction size? 

(A) Two-address only 

(B) One-address only 

(C) Variable-length two-address format 

(D) Fixed-length three-address format 

 

Q31.  नसस्क में माइक्रोप्रोग्रानमांर् ररस्क की तुलना में अनधक प्रचनलत क्ोां है? 

 (A)  तसस्क िें ितटल इन्सटर क्शनोां को तडकोड करना आवश्यक होिा है 

 (B)  िाइक्रोप्रोग्रातिांग रतिस्टर के उपयोग को कि करिा है 

 (C)  तसस्क िें पररवििनशील-लांबाई वाले इन्सटरक्शनोां की आवश्यकिा होिी है 

 (D) सभी तवकल्प 
 

 Why is microprogramming more common in CISC than in RISC? 

(A) CISC requires decoding of complex instructions 

(B) Microprogramming reduces register usage 

(C) CISC requires variable-length instructions 

(D) All of the options 
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Q32.  बहुत लांबे इन्सटर क्शन वडग आइएसए की नवशेषता क्ा है? 

 (A) हाडिवेयर डायनेतिक शेडू्यतलांग 

 (B)  पररवििनीय-लांबाई ऑपकोड 

 (C)  ितटल इन्सटर क्शनोां के तलए िाइक्रोप्रोग्रातिांग 

 (D)  कां पाइलर तनदेश-स्तरीय सिाांिरिा को सांभालिा है 

 

 Which is a Very Long Instruction Word ISA characteristic? 

(A) Hardware dynamic scheduling 

(B) Variable-length opcodes 

(C) Microprogramming for complex instructions 

(D) Compiler handles instruction-level parallelism 

 

Q33.  एक नॉन-पाइपलाइन प्रोसेसर एक इन्सटर क्शन को ननष्पानदत करने में 20 ns का समय लेता है। 5-

चरणीय पाइपलाइन में वही इन्सटर क्शन प्रते्यक चरण में 10 ns का समय लेता है। 200 ननदेशोां के नलए, 

अनुमाननत र्नतवृस्थि ____________ है। 

 

 A non-pipelined processor takes 20 ns to execute an instruction. The same instruction 

in a 5-stage pipeline takes 10 ns per stage. For 200 instructions, the approximate 

speedup is: 

(A) 9× 

(B) 5× 

(C) 2× 

(D) 10× 

 

Q34.  यनद एक अथगमेनटक पाइपलाइन की 5 चरणोां वाले 50 कायों के अनुक्रम के नलए दक्षता 70% है, तो 

नकतनी रुकावटें हुईां? 

 

 If an arithmetic pipeline has an efficiency 70% for a sequence of 50 tasks with 5 stages, 

how many stalls occurred? 

(A) 10 

(B) 20 

(C) 30 

(D) 40 

 

Q35.  एक सीपीयू 32-नबट एडर ेस जनरेट करता है। यनद कैश में 2के ब्लॉक हैं, ब्लॉक साइज = 8 बाइट्स, तो 

डायरेक्ट मैनपांर् के नलए नकतने टैर् नबट्स की आवश्कता होर्ी? 

 

 A CPU generates 32-bit addresses. If the cache has 2K blocks, block size = 8 bytes, how 

many tag bits are needed for direct mapping? 

(A) 12 

(B) 16 

(C) 18 

(D) 20 
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Q36.  फै्लश मेमोरी तकनीक के नवस्तार को सबसे अनधक कौन सा कारक सीनमत करता है? 

 (A)  टर ाांतिस्टर की लागि 

 (B)  फ्लोतटांग-गेट इांटरफेरेंस और चािि लीकेि 

 (C)  इन्सटर क्शन पाइपलाइतनांग 

 (D)  ररफे्रश दर आवश्यकिाएँ 
 

 Which factor limits the scaling of flash memory technology the most? 

(A) Cost of transistors  

(B) Floating-gate interference and charge leakage  

(C) Instruction pipelining 

(D) Refresh rate requirements 

 

Q37.  एक उपकरण 150 KB/s की र्नत से डेटा उत्पन्न करता है, लेनकन सीपीयू प्रोग्राम्ड I/O मोड में केवल 

30 KB/s की र्नत से I/O ररके्वस्ट को ही पूरा कर सकता है। क्ा होता है? 

 (A)  सीपीयू का कि उपयोग हो रहा है 

 (B)  उपकरण स्वचातलि रूप से डीएिए पर न्स्वच हो िािा है 

 (C)  डेटा सतविस होने िक कैश िें ििा होिा रहिा है 

 (D)  डेटा हातन होिी है 

 

 A device generates data at 150 KB/s, but the CPU can only service I/O requests at 30 

KB/s in programmed I/O mode. What happens? 

(A) CPU is underutilized 

(B) Device automatically switches to DMA 

(C) Data accumulates in cache until serviced 

(D) Data loss occurs 

 

Q38.  एक डीएमए कां टर ोलर 2 बस चक्रोां में 1 वडग टर ान्सफर करता है। यनद बस की र्नत = 10 मेर्ाहट्गज और 

वडग साइज = 16 नबट है, तो अनधकतम टर ान्सफर रेट क्ा है? 

 (A)  10 एिबीपीएस   (B)  20 एिबीपीएस 

 (C)  15 एिबीपीएस   (D)  25 एिबीपीएस 

 

 A DMA controller transfers 1 word per 2 bus cycles. If bus speed = 10 MHz and word 

size = 16 bits, what is the max transfer rate? 

(A) 10 Mbps    (B) 20 Mbps 

(C) 15 Mbps    (D) 25 Mbps 

 

Q39.  एक सीपीयू को नकसी इांटरप्ट को पहचानने और आइएसआर से जुडने में 20 चक्र लर्ते हैं। प्रते्यक 

आइएसआर को ननष्पानदत होने में 100 चक्र लर्ते हैं। यनद हर 300 चक्र में इांटरप्ट आते हैं, तो सीपीयू 

समय का नकतना प्रनतशत इांटरप्ट को सांभालने में व्यतीत होता है? 

 

 A CPU takes 20 cycles to recognize an interrupt and branch to the ISR. Each ISR takes 

100 cycles to execute. If interrupts arrive every 300 cycles, what percentage of CPU 

time is spent handling interrupts? 

(A) 25% 

(B) 30% 

(C) 40% 

(D) 10% 
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Q40.  यनद एक 16-नबट डेटा बस 10 मेर्ाहट्गज पर सांचानलत होती है और प्रनत चक्र एक वडग टर ान्सफर करती 

है, तो अनधकतम बैंडनवड्थ क्ा है? 

 (A)  20 एिबी/सेकां ड 

 (B)  40 एिबी/सेकां ड 

 (C)  80 एिबी/सेकां ड 

 (D)  10 एिबी/सेकां ड 

 

 If a 16-bit data bus operates at 10 MHz and transfers one word per cycle, what is the 

peak bandwidth? 

(A) 20 MB/s 

(B) 40 MB/s 

(C) 80 MB/s 

(D) 10 MB/s 

 

Q41.  मानक I²C एडर ेनसांर्___________ समनथगत है। 

 (A)  8-तबट एडर ेस 

 (B)  9-तबट और 10-तबट एडर ेस 

 (C)  केवल 8-तबट एडर ेस 

 (D)  7-तबट और 10-तबट एडर ेस 

  

Standard I²C addressing supports: 

(A) 8-bit addresses 

(B) 9-bit and 10-bit addresses 

(C) Only 8-bit addresses 

(D) 7-bit and 10-bit addresses 

 

Q42.  कौन सा यूएसबी टर ान्सफर टाइप बैंडनवड्थ की र्ारांटी देता है लेनकन नवलांबता की नही ां? 

 (A)  वायरलेस कां टर ोलर 

 (B)  कां टर ोलर टर ान्सफर 

 (C)  इांटरप्ट टर ान्सफर  

 (D)  सिकातलक टर ान्सफर 

 

 Which USB transfer type guarantees bandwidth but not latency? 

(A) Wireless controller 

(B) Control transfer 

(C) Interrupt transfer 

(D) Isochronous transfer 

 

Q43.  एक नेटवकग  एडर ेस 192.168.10.0/26 है। पहले सबनेट का ब्रॉडकास्ट एडर ेस क्ा है? 

 

 A network has the address 192.168.10.0/26. What is the broadcast address of the first 

subnet? 

(A) 192.168.10.31 

(B) 192.168.10.63 

(C) 192.168.10.255 

(D) 192.168.10.127 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless
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Q44.  एक 10 एमबीपीएस नलांक का प्रोपेरे्शन नडले 100 ms और पैकेट साइज 1000 बाइट्स है। नकतने 

पैकेट बैंडनवड्थ-नडले प्रॉडक्ट हो सकते हैं? 

 

 A 10 Mbps link has a propagation delay of 100 ms and a packet size of 1000 bytes. 

How many packets can be Bandwidth-Delay Product? 

(A) 10.5 

(B) 12.5 

(C) 100 

(D) 125 

 

 

Q45.    आइपीवी4 हेडर में कौन सा फील्ड प्रते्यक राउटर द्वारा घटाया जाता है नजससे पैकेट रु्जरता है? 

 (A)  टीटीएल (टाइि टू तलव) 

 (B)  आइडेंतटतफकेशन 

 (C)  प्रोटोकॉल 

 (D)  फै़्रगिेंट ऑ़िसेट 

 

 Which field in the IPv4 header is decremented by every router a packet passes 

through? 

(A) TTL (Time to Live) 

(B) Identification 

(C) Protocol 

(D) Fragment offset 

 

 

Q46.  यनद कोई प्रोग्राम एकल प्रोसेसर पर 1000 सेकां ड में चलता है, और इसका 80% ननष्पादन समानाांतर 

है, तो एक आदशग डूअल कोर नसस्टम पर अपेनक्षत रनटाइम क्ा है? 

 

 If a program runs in 1000s on a single processor, and 80% of its execution is 

parallelizable, what is the expected runtime on an ideal dual-core system? 

(A) 650 s 

(B) 700 s 

(C) 600 s 

(D) 850 s 

 

Q47.  एक सीपीयू 1 नबनलयन ननदेशोां का कायगभार ननष्पानदत करता है, नजसका औसत सीपीआइ 1 और 

क्लॉक आवृनि 1 र्ीर्ाहट्गज है। एमआइपीएस में थू्रपुट क्ा है? 

 

 A CPU executes a workload of 1 billion instructions with an average CPI of 1 and a 

clock frequency of 1 GHz. What is the throughput in MIPS? 

(A) 1500 

(B) 1000 

(C) 2000 

(D) 1250 

 



5_Hardware System Design 

 

 

P a g e  13 | 27 

XWZX-HX-X-5-6-1225 

Q48.  एक इांटरप्ट को सनवगस करने में 10 µs लर्ते हैं। यनद नसस्टम को 5000 इांटरप्ट/सेकां ड नमलते हैं, तो 

सीपीयू टाइम का नकतना प्रनतशत इांटरप्ट को सांभालने में िचग होता है? 

 

 An interrupt takes 10 µs to service. If the system receives 5000 interrupts/sec, 

 what percentage of CPU time is spent handling interrupts? 

(A) 2% 

(B) 10% 

(C) 20% 

(D) 5% 

 

Q49.  एक नसस्टम डीप स्लीप मोड में प्रवेश करता है, जहाँ 20 सेकां ड के नलए 0.7 मेर्ा वॉट की िपत होती 

है, और एस्थक्टव मोड में प्रवेश करता है, जहाँ 5 सेकां ड के नलए 80 मेर्ा वॉट की िपत होती है। औसत 

नबजली िपत क्ा है? 

 (A)  16.56 िेगा वॉट 

 (B)  26.56 िेगा वॉट 

 (C)  10.46 िेगा वॉट 

 (D)  12.76 िेगा वॉट 

 

 A system enters Deep Sleep mode, consuming 0.7 mW for 20 seconds, and Active 

mode, consuming 80 mW for 5 seconds. What is the average power consumption? 

(A) 16.56 mW 

(B) 26.56 mW 

(C) 10.46 mW 

(D) 12.76 mW 

 

Q50.  एक प्रोग्राम 0 से 8191 तक लॉनजकल एडर ेस जेनरेट करता है। पेज साइज = 2 KB। पृष्ठ सांख्या के नलए 

नकतने नबट्स की आवश्कता है? 

 

 A program generates logical addresses from 0 to 8191. Page size = 2 KB. How many 

bits are needed for the page number? 

(A) 4 

(B) 10 

(C) 12 

(D) 2 

 

Q51.  एमे्बडेड नसस्टम में वॉचडॉर् टाइमर का उदे्दश् है: 

 (A)  सीपीयू की तबिली खपि कि करना 

 (B)  सॉफ़्टवेयर की तवफलिा की न्स्थति िें तसस्टि को रीसेट करना 

 (C)  िेिोरी को करप्ट होने से बचाना 

 (D)  क्लॉक तसांक्रोनाइजेशन प्रदान करना 

 

 The purpose of a watchdog timer in embedded systems is: 

(A) Reduce CPU power consumption 

(B) Reset the system in case of software failure 

(C) Protect memory from corruption 

(D) Provide clock synchronization 
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Q52.  एक आइओटी एमे्बडेड उपकरण 10 सेकां ड के नलए 50 मेर्ा वॉट पर सनक्रय रहता है, नफर 20 सेकां ड 

के नलए 0.5 मेर्ा वॉट पर ननस्थिय हो जाता है। इसकी औसत नबजली िपत क्ा है? 

 (A)  20 िेगा वॉट 

 (B)  17 िेगा वॉट 

 (C)  24 िेगा वॉट 

 (D)  26 िेगा वॉट 

 

 An IoT embedded device operates active at 50 mW for 10 s, then sleeps at 0.5 mW for 

20 s. What is its average power consumption? 

(A) 20 mW 

(B) 17 mW 

(C) 24 mW 

(D) 26 mW 

 

Q53.  एमे्बडेड उपकरणोां को प्रायः  नू्यनतम रैम और फ़्लैश के साथ क्ोां नडजाइन नकया जाता है? 

 (A)  तवश्वसनीयिा कि करने के तलए 

 (B)  लागि और तबिली की खपि कि करने के तलए 

 (C)  सीपीयू शेडू्यतलांग को सरल बनाने के तलए 

 (D)  कैतशांग को सिाप्त करने के तलए 

 

 Why are embedded devices often designed with minimal RAM and Flash? 

(A) To reduce reliability 

(B) To reduce cost and power consumption 

(C) To simplify CPU scheduling 

(D) To eliminate caching 

 

Q54.  I²C/SPI सांचार समस्याओां के डीबनर्ांर् के नलए कौन से उपकरण आवश्क हैं? 

 (A)  लॉतिक एनालाइजर   (B)  िेटीएिी प्रोब 

 (C)  इन-सतकि ट एिुलेटर   (D)  सभी तवकल्प 

 

 Which tools are essential for debugging I²C/SPI communication issues? 

(A) Logic analyzer   (B) JTAG probe 

(C) In-circuit emulator  (D) All of the options 

 

Q55.  एफपीजीए-आधाररत एमे्बडेड नसस्टम के नवकास के नलए कौन सी नवनशष्ट आवश्कता है? 

 (A)  रीयल-टाइि ऑपरेतटांग तसस्टि का उपयोग 

 (B)  क्रॉस-कां पाइलर का उपयोग 

 (C)  हाडिवेयर तववरण भािाओां (एचडीएल) का उपयोग 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 Which is a unique requirement when developing for FPGA-based embedded systems? 

(A) Using real-time operating systems  

(B) Using cross-compilers 

(C) Using hardware description languages (HDL) 

(D) All of the options 
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Q56.  एक डेवलपर 5 नमनट में कोड कां पाइल करता है, 30 सेकां ड में लक्ष्य पर डाउनलोड करता है, और 8.5 

नमनट तक डीबर् करता है। 

 यनद इसे प्रनतनदन 10 बार दोहराया जाए, तो कुल नकतना समय लरे्र्ा? 

 (A)  140 तिनट 

 (B)  150 तिनट 

 (C)  160 तिनट 

 (D)  180 तिनट 

 

 A developer compiles code in 5 min, downloads to the target in 30 s, and debugs for 

8.5 min. 

If repeated 10 times/day, how much total time is spent? 

(A) 140 min 

(B) 150 min 

(C) 160 min 

(D) 180 min 

 

Q57.  एक माइक्रोकां टर ोलर का क्लॉक 15 मेर्ाहट्गज है और प्रते्यक इन्सटर क्शन के नलए 15 चक्रोां की 

आवश्कता होती है। इसकी एमआइपीएस रेनटांर् क्ा है? 

 (A)  2 एिआइपीएस 

 (B)  1 एिआइपीएस 

 (C)  10 एिआइपीएस 

 (D)  20 एिआइपीएस 

 

 A microcontroller has a 15 MHz clock and requires 15 cycles per instruction. What is 

its MIPS rating? 

(A) 2 MIPS 

(B) 1 MIPS 

(C) 10 MIPS 

(D) 20 MIPS 

 

Q58.  एक एमसीयू 100 मेर्ा वॉट की िपत करता है और एक कायग को पूरा करने में 50 नमली सेकां ड  का 

समय लेता है। एक डीएसपी 200 मेर्ा वॉट की िपत करता है, लेनकन उसी कायग को 10 नमली सेकां ड 

में पूरा करता है। कौन सा अनधक ऊजाग-कुशल है? 

 (A)  एिसीयू 

 (B)  डीएसपी 

 (C) दोनोां बराबर 

 (D)  कायिभार पर तनभिर करिा है 

 

 An MCU consumes 100 mW and takes 50 ms to complete a task. A DSP consumes 200 

mW but completes the same task in 10 ms. Which is more energy-efficient? 

(A) MCU 

(B) DSP 

(C) Both equal 

(D) Depends on workload 
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Q59.  3-से्टज पाइपलाइन में, यनद प्रते्यक इन्सटर क्शन में प्रनत चरण 2 चक्र लर्ते हैं, तो 20 इन्सटर क्शनोां को 

ननष्पानदत करने के नलए नकतने चक्रोां की आवश्कता होर्ी? 

 

 In a 3-stage pipeline, if each instruction takes 2 cycles per stage, how many cycles are 

needed to execute 20 instructions? 

(A) 50 

(B) 44 

(C) 40 

(D) 55 

 

Q60.  वास्तनवक समय मोटर ननयांत्रण अनुप्रयोर्ो ां के नलए कौन सा एमसीयू पेररफेरल पररधीय सबसे महत्वपूणग 

है? 

 

 Which MCU peripheral is most critical for real-time motor control applications? 

(A) UART 

(B) ADC + PWM 

(C) I²C 

(D) GPIO 

Q61.  माइक्रोकां टर ोलर इकाइयो ां में प्रोग्राम स्टोरेज के नलए आमतौर पर नकस प्रकार की मेमोरी का उपयोर् 

नकया जाता है? 

 (A)  एसआरएएि 

 (B)  डीआरएएि 

 (C)  कैश 

 (D)  फ़्लैश 

 

 Which type of memory is generally used for program storage in Microcontroller Units? 

(A) SRAM 

(B) DRAM 

(C) Cache 

(D) Flash 

 

Q62.  एक एमे्बडेड माइक्रोकां टर ोलर यूननट को 5 µs के भीतर सेंसर ईवेंट पर प्रनतनक्रया देनी चानहए। कौन सी 

नवशेषता इसे सुनननश्चत करती है? 

 (A)  कि तवलांबिा के साथ इांटरप्ट हैंडतलांग 

 (B)  उच्च क्लॉक आवृति 

 (C)  उच्च-स्तरीय ओएस सिथिन 

 (D)  बाह्य िेिोरी इांटऱेिस 

 

 An embedded Microcontroller Unit must react to a sensor event within 5 µs. Which 

feature ensures this? 

(A) Interrupt handling with low latency 

(B) High clock frequency 

(C) High-level OS support 

(D) External memory interface 
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Q63.  माइक्रोकां टर ोलर यूननट (एमसीयू) X: 100 मेर्ाहट्गज, प्रनत ननदेश 1 चक्र, लार्त = $5 

 माइक्रोकां टर ोलर यूननट (एमसीयू) Y: 80 मेर्ाहट्गज, प्रनत ननदेश 2 चक्र, लार्त = $4 

 नकसका ननदेश थू्रपुट अनधक है? 

 (A)  MCU Y 

 (B)  MCU X 

 (C)  दोनोां बराबर 

 (D)  तनधािररि नही ां तकया िा सकिा 

 

 Microcontroller Unit (MCU) X: 100 MHz, 1 cycle per instruction, Cost = $5 

Microcontroller Unit (MCU) Y: 80 MHz, 2 cycles per instruction, Cost = $4 

Which has higher instruction throughput? 

(A) MCU Y 

(B) MCU X 

(C) Both equal 

(D) Cannot determine 

 

 

Q64.  डर ोन को रीयल-टाइम सेंसर फ़्यूजन और मोटर ननयांत्रण की आवश्कता होती है। कौन सा 

माइक्रोकां टर ोलर यूननट (एमसीयू) चयन उपयुक्त है? 

 (A)  16 िेगाहट्िि क्लॉक वाला 8-तबट एिसीयू 

 (B)  नू्यनिि बाह्य उपकरणोां वाला एिसीयू 

 (C)  उपलब्ध सबसे सस्ता 8-तबट एिसीयू 

 (D)  हाडिवेयर टाइिर, एडीसी और उच्च क्लॉक आवृति वाला 32-तबट एिसीयू 

 

 A drone requires real-time sensor fusion and motor control. Which Microcontroller 

Unit (MCU) selection is appropriate? 

(A) 8-bit MCU with 16 MHz clock 

(B) MCU with minimal peripherals 

(C) Cheapest 8-bit MCU available 

(D) 32-bit MCU with hardware timers, ADC, and high clock frequency 

 

 

Q65.  एक 16-नबट एमसीयू ऑन-नचप एडीसी और टाइमर का उपयोर् करता है। नबजली की िपत कम 

करने के नलए कौन सी रणनीनत सबसे उपयुक्त है? 

 (A)  अप्रयुक्त बाह्य उपकरणोां को अक्षि करें  और स्लीप िोड का उपयोग करें  

 (B)  क्लॉक आवृति बढाएँ 

 (C) केवल 32-तबट तनदेशोां का उपयोग करें  

 (D)  एिसीयू को हर सिय पूरी िरह सतक्रय रखें 

 

 A 16-bit MCU uses on-chip ADC and timers. To reduce power, which strategy is best? 

(A) Disable unused peripherals and use sleep modes 

(B) Increase clock frequency 

(C) Use only 32-bit instructions 

(D) Keep MCU fully active at all times 
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Q66.  अनधकाांश आधुननक एसओसी नकस आांतररक सांचार आनकग टेक्चर को अपनाते हैं? 

 (A)  केवल तसम्पल शेयडि बस 

 (B)  पीसीएलइ बाह्य इांटऱेिस 

 (C)  िल्टी-लेयर एएिबीए (एएक्सआइ/एएचबी/एपीबी) या एनओसी (नेटवकि -ऑन-तचप) 

 (D)  प्योर वॉन नू्यिैन आतकि टेक्चर 

 

 Most modern SoCs adopt which internal communication architecture? 

(A) Simple shared bus only 

(B) PCIe external interface 

(C) Multi-layer AMBA (AXI/AHB/APB) or NoC (Network-on-Chip) 

(D) Pure Von Neumann architecture 

 

Q67.  एक असतत प्रणाली में, सीपीयू-मेमोरी बस की नवलांबता 20 ns होती है। एक एसओसी में, ऑन-नचप 

बस नवलांबता को 1 ns तक कम कर देती है। यनद नकसी कायग के नलए 200 मेमोरी एके्सस की 

आवश्कता होती है, तो नकतना समय बचता है? 

 

 In a discrete system, the CPU-memory bus has a 20 ns latency. In an SoC, the on-chip 

bus reduces latency to 1 ns. If a task requires 200 memory accesses, how much time is 

saved? 

(A) 3.7 µs 

(B) 3.2 µs 

(C) 3.5 µs 

(D) 3.8 µs 

 

Q68.  नक्रप्टो इांजन 10 मेर्ा वॉट ऊजाग िपत करता है। कुल SoC = 200 mW ।  20 सेकां ड के चक्र में 5 सेकां ड 

के नलए सनक्रय। नक्रप्टो इांजन द्वारा प्रयुक्त ऊजाग % =?  

 

 Crypto engine consumes 10 mW. SoC total = 200 mW. Active for 5 s per 20 s cycle.                   

% energy used by crypto engine =? 

(A) 5% 

(B) 10% 

(C) 25% 

(D) 50% 

 

Q69.  एक 16×2-कैरेक्टर एलसीडी में 8 डेटा नपन (D0–D7) और 3 कां टर ोल नपन (आरएस, आरडबू्ल्य, इएन) 

होते हैं। 4-नबट मोड में, नकतने एमसीयू नपन की आवश्कता होर्ी? 

 

 A 16×2-character LCD has 8 data pins (D0–D7) and 3 control pins (RS, RW, EN). Using 

4-bit mode, how many MCU pins are required? 

(A) 11 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 10 
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Q70.  पीडबू्ल्यएम का उपयोर् एलइडी की चमक को ननयांनत्रत करने के नलए नकया जाता है। यनद डू्यटी 

साइनकल 70% है, तो एलइडी नकतने समय तक चालू रहेर्ी? 

 

 PWM is used to control LED brightness. If the duty cycle is 70%, what fraction of time 

is LED ON? 

(A) 25% 

(B) 50% 

(C) 75% 

(D) 100% 

 

Q71.  एक एलइडी का अग्र वोले्टज 3 V है। एमसीयू जीपीआइओ = 6 V है। वाांनित एलइडी करेंट = 20 mA 

है। नकस शे्रणी प्रनतरोधक की आवश्कता है? 

 

 An LED has a forward voltage of 3 V. MCU GPIO = 6 V. Desired LED current = 20 mA. 

What series resistor is required? 

(A) 300 Ω 

(B) 150 Ω 

(C) 200 Ω 

(D) 250 Ω 

 

 

Q72.  10-नबट एडीसी में ±1 एलएसबी तु्रनट होती है। 0–10 V सांदभग के नलए, अनधकतम वोले्टज तु्रनट क्ा है? 

 

 A 10-bit ADC has ±1 LSB error. For a 0–10 V reference, what is the maximum voltage 

error? 

(A) ±9.7 mV 

(B) ±8.7 mV 

(C) ±7.7 mV 

(D) ±10.7 mV 

 

 

Q73.  एक तापमान सेंसर को 100 हट्गज तक के सांकेतो ां के सटीक माप की आवश्कता होती है। नाइनक्वस्ट 

मानदांड के अनुसार नू्यनतम एडीसी नमूनाकरण दर क्ा है? 

 (A)  250 हट्िज 

 (B)  500 हट्िज 

 (C)  100 हट्िज 

 (D)  200 हट्िज 

 

 A temperature sensor requires accurate measurement of signals up to 100 Hz. What 

is the minimum ADC sampling rate according to the Nyquist criterion? 

(A) 250 Hz 

(B) 500 Hz 

(C) 100 Hz 

(D) 200 Hz 
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Q74.  एक तापमान सांवेदक 0–100°C के नलए 0–3 V आउटपुट देता है। यनद इसे 0–5 V ररफरेंस वाले 10-

नबट एडीसी से जोडा जाए, तो 60°C के नलए कौन सा एडीसी मान होर्ा? 

 

 A temperature sensor outputs 0–3 V for 0–100°C. If interfaced to a 10-bit ADC with 0–

5 V reference, what ADC value corresponds to 60°C? 

(A) 370 

(B) 369 

(C) 470 

(D) 269 

 

Q75.  एक क्रनमक-अनुमाननत एडीसी प्रनत रूपाांतरण 12 क्लॉक चक्र लेता है।                                                               

एमसीयू क्लॉक = 10 मेर्ा हट्गज। अनधकतम नमूना दर क्ा है? 

 

 A successive-approximation ADC takes 12 clock cycles per conversion.                                        

MCU clock = 10 MHz. What is the maximum sampling rate? 

(A) 833.3 kS/s 

(B) 766.6 kS/s 

(C) 666.3 MS/s 

(D) 800.4 kS/s 

 

Q76.  उच्च र्नत वाले बहु-परत पीसीबी में कौन सी वाया सांरचना नसग्नल इांटेनग्रटी में सबसे कम नर्रावट लाती 

है? 

 (A)  वाया-इन-पैड पे्लतटांग के साथ सै्टक्ड वाया 

 (B)  कई आांिररक िलोां से गुिरने वाला बररड वाया 

 (C)  तसग्नल परिोां को सीधे िोड़ने वाला ब्लाइांड वाया 

 (D)  अप्रयुक्त स्टब्स के साथ थू्र-होल वाया 

 

 Which via structure introduces the least signal integrity degradation in a high-speed 

multi-layer PCB? 

(A) Stacked via with via-in-pad plating 

(B) Buried via passing through multiple internal planes 

(C) Blind via directly connecting signal layers 

(D) Through-hole via with unused stubs 

 

Q77.  मल्टीलेयर पीसीबी सै्टक-अप नडजाइन में, पावर और ग्राउांड पे्लन का इष्टतम िान आमतौर 

पर___________ होता है। 

 (A)  उच्च-आवृति सांधाररत्र बनाने के तलए एक-दूसरे के सिीप 

 (B)  ऊष्मा अपव्यय के तलए बाहरी परिोां पर 

 (C)  परररक्षण के तलए ऊपरी और तनचली परिोां पर 

 (D)  तसग्नल टर ेस द्वारा अलग की गई वैकन्ल्पक परिोां पर 
 

 In a multilayer PCB stack-up design, the optimal placement of power and ground 

planes is usually: 

(A) Adjacent to each other to form a high-frequency capacitor 

(B) On outer layers for heat dissipation 

(C) On top and bottom layers for shielding 

(D) On alternate layers separated by signal traces 
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Q78.  उच्च र्नत वाले पीसीबी सै्टक-अप नडजाइन में, नसग्नल इांटेनग्रटी के नलए कौन सी लेयर व्यविा सबसे 

अनुकूल है? 

 (A)  पीडबू्ल्यआर – एसआइिी – एसआइिी – पीडबू्ल्यआर 

 (B)  एसआइिी – पीडबू्ल्यआर – िीएनडी – एसआइिी 

 (C) एसआइिी – एसआइिी – पीडबू्ल्यआर – िीएनडी 

 (D)  िीएनडी – एसआइिी – िीएनडी – एसआइिी 

 

 In high-speed PCB stack-up design, which layer arrangement is most favorable for 

signal integrity? 

(A) PWR – SIG – SIG – PWR 

(B) SIG – PWR – GND – SIG 

(C) SIG – SIG – PWR – GND 

(D) GND – SIG – GND – SIG 

 

 

Q79.  एक नडजाइनर एनालॉर् और नडनजटल सनकग ट को अलर् करने के नलए स्थस्प्प्लट ग्राउांड पे्लन का उपयोर् 

करता है। उच्च-आवृनि नडजाइनो ां में इस पिनत का सबसे बडा जोस्थिम क्ा है? 

 (A)  िाांबे के भार िें वृन्ि 

 (B)  उच्च परावैद्युि हातन स्पशिज्या 

 (C)  ग्राउांड लूप और ररटनि करांट असांिििा का तनिािण 

 (D)  दोनोां के्षत्रोां से गुिरने वाले तवआस से इएिआइ 

 

 A designer chooses to use a split ground plane to isolate analog and digital circuits. 

What is the biggest risk of this practice in high-frequency designs? 

(A) Increased copper weight variation 

(B) Higher dielectric loss tangent 

(C) Formation of ground loops and return current discontinuities 

(D) EMI from vias passing through both regions 

 

 

Q80.  पीसीबी लेआउट में, ईएमआई नवनकरण को कम करने के नलए ननम्ननलस्थित में से कौन सी पिनत सबसे 

महत्वपूणग मानी जाती है? 

 (A)  िोटे िाांबे के सििलोां का उपयोग 

 (B)  उच्च गति वाले टर ेस के अांिगिि शॉटि ररटनि करेंट पाथ सुतनतश्चि करना 

 (C)  परीक्षण तबांदुओां की सांख्या बढाना 

 (D)  आईसी के अांिगिि िापीय तवआस का उपयोग 

 

 In PCB layout, which of the following practices is considered most critical for reducing 

EMI radiation? 

(A) Using thick copper planes 

(B) Ensuring short return current paths under high-speed traces 

(C) Increasing the number of test points 

(D) Using thermal vias under ICs 

 



5_Hardware System Design 

 

 

P a g e  22 | 27 

XWZX-HX-X-5-6-1225 

Q81.  12-लेयर उच्च-र्नत वाले पीसीबी को नडजाइन करते समय, कौन सा कारक ननयांनत्रत प्रनतबाधा 

सटीकता को सबसे अनधक प्रभानवत करता है? 

 (A)  तसल्कस्क्रीन पे्लसिेंट सटीकिा 

 (B)  िाँबे की सिह की तफतनश 

 (C)  सािग्री की परावैद्युि न्स्थराांक सहनशीलिा 

 (D)  सभी तवकल्प 
 

 When designing a 12-layer high-speed PCB, which factor most strongly influences 

controlled impedance accuracy? 

(A) Silkscreen placement accuracy 

(B) Copper surface finish  

(C) Dielectric constant tolerance of the material 

(D) All of the options 

 

Q82.  पीसीबी नडजाइन में, उच्च र्नत वाले टर ेस पर शापग 90° बेंड ईएमआई में योर्दान कर सकते हैं 

क्ोांनक___________। 

 (A)  वे प्रभावी टर ेस इांडक्टेंस और असांिििा को बढािे हैं 

 (B)  वे उच्च िापीय चालकिा उत्पन्न करिे हैं 

 (C)  वे कॉिन-िोड शोर को अवशोतिि करिे हैं 

 (D)  वे ग्राउांड कैपेतसटेंस को कि करिे हैं 
 

 In PCB design, sharp 90° bends on high-speed traces may contribute to EMI because: 

(A) They increase effective trace inductance and discontinuity 

(B) They cause higher thermal conductivity 

(C) They absorb common-mode noise 

(D) They reduce capacitance to ground 

 

Q83.  ईएमआई नफल्टर/फेराइट बीड्स लर्ाने के नलए सबसे प्रभावी नबांदु है: 

 (A)  बोडि के कोनोां के पास 

 (B)  लांबे टर ेस के बीच िें 

 (C)  पीसीबी कनेक्टर/बाहरी इांटरफेस पर 

 (D)  आईसी के आांिररक पावर तपन पर 
 

 The most effective point to place EMI filters/ferrite beads is: 

(A) Near the board corners 

(B) In the middle of long traces 

(C) At PCB connectors/interfaces to outside 

(D) At the IC internal power pins 

 

Q84.  हाइ पावर (आरएफ एम्पलीफायरो ां) के सांपकग  में आने वाले पीसीबी में, कौन सा परावैद्युत रु्ण सबसे 

महत्वपूणग हो जाता है? 

 (A)  कि अपव्यय कारक (डीएफ)  (B)  उच्च टीिी 

 (C)  कि निी अवशोिण   (D)  सभी तवकल्प 

 

 In PCBs exposed to high power (RF amplifiers), which dielectric property becomes 

most critical? 

(A) Low dissipation factor (Df)  (B) High Tg 

(C) Low moisture absorption  (D) All of the options 
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Q85.  फे्लक्स पीसीबी के नलए, लचीलेपन और तापीय स्थिरता के कारण नकस परावैद्युत पदाथग का सबसे 

अनधक उपयोर् नकया जाता है? 

 (A)  पीटीएफइ (टेफ्लॉन)   (B)  पॉलीइिाइड 

 (C)  रोिसि 4000 शृ्रांखला   (D)  एफआर-4 

 

 For flex PCBs, which dielectric material is most commonly used due to flexibility and 

thermal stability? 

(A) PTFE (Teflon)   (B) Polyimide 

(C) Rogers 4000 series  (D) FR-4 

 

 

Q86.  डीएफएम में, नू्यनतम वलयाकार वलय आवश्कता मुख्यतः  नकससे बचने के नलए है? 

 (A)  थििल एक्सपैफशन तिसिैच 

 (B) उच्च क्रॉसटॉक 

 (C)  ओपपेन तवआस डू्य टू तडर ल तिसरेतिस्टर ेशन 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 In DFM, what is the minimum annular ring requirement mainly to avoid? 

(A) Thermal expansion mismatch 

(B) Higher crosstalk 

(C) Open vias due to drill misregistration 

(D) All of the options 

 

 

Q87.  सघन बीजीए वाले ऐसे असेंबल्ड पीसीबी के नलए कौन सी परीक्षण नवनध सबसे उपयुक्त है जहाँ परीक्षण 

पैड को पैकेज के नीचे नही ां रिा जा सकता? 

 (A)  बाउांडर ी सै्कन (िेटीएिी)  (B)  इन-सतकि ट टेन्स्टांग (आइसीटी) 

 (C)  फ्लाइांग प्रोब टेस्ट   (D)  एक्स-रे तनरीक्षण 

 

 Which test method is most suitable for assembled PCBs with dense BGAs where test 

pads cannot be placed under the package? 

(A) Boundary scan (JTAG)  (B) In-circuit test (ICT) 

(C) Flying probe test   (D) X-Ray inspection 

 

 

Q88.  डीएफएम-अनुरूप नडजाइनो ां में नसल्कस्क्रीन को पैड के साथ ओवरलैप क्ोां नही ां करना चानहए? 

 (A)  यह टर ेस के बीच शॉटि सतकि ट बनािा है 

 (B)  यह सोल्डर िॉइांट की सुदृढिा को कि करिा है 

 (C)  यह इमे्पडेंस तिसिैच का कारण बनिा है 

 (D)  यह सोल्डर पेस्ट स्टेंतसल के क्लॉतगांग और सोल्डरेतबतलटी सांबांधी सिस्याओां को रोकिा है 

 

 Why should silkscreen not overlap with pads in DFM-compliant designs? 

(A) It creates shorts between traces 

(B) It reduces solder joint strength 

(C) It causes impedance mismatch  

(D) It prevents solder paste stencil clogging and solderability issues 
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Q89.  आधुननक पीसीबी में फाइन-नपच बीजीए (बीजीए) के साथ डीएफटी (डीएफटी) अनधक चुनौतीपूणग 

क्ोां है? 

 (A)  तवद्युि िाांच के तलए आांिररक सोल्डर िोड़ोां की दुगिििा 

 (B)  तसल्कस्क्रीन सांदभि तडजाइनरोां का अभाव 

 (C)  सोल्डर िास्क आसांिन सांबांधी बढी हुई सिस्याएँ 

 (D)  सभी तवकल्प 

 

 Why is DFT more challenging in modern PCBs with fine-pitch BGAs? 

(A) Inaccessibility of inner solder joints for electrical probing  

(B) Lack of silkscreen reference designators 

(C) Increased solder mask adhesion issues 

(D) All of the options 

 

 

 

Q90.  डीएफए-अनुरूप पीसीबी नडजाइनो ां में नफडुनशयल नचह्ो ां को क्ोां शानमल नकया जाना चानहए? 

 (A)  इन-सतकि ट परीक्षण तबांदु प्रदान करने के तलए 

 (B)  सोल्डर और पेस्ट की िोटाई िें तभन्निा को कि करने के तलए 

 (C) ईएिआई तवतकरण को कि करने के तलए 

 (D)  असेंबली के दौरान स्वचातलि तपक-एां ड-पे्लस िशीनोां को सांरेन्खि करने के तलए 

  

Why should fiducial marks be included in DFA-compliant PCB designs? 

(A) To provide in-circuit test points 

(B) To reduce solder, paste thickness variation 

(C) To reduce EMI radiation 

(D) To align automated pick-and-place machines during assembly 

 

 

 

Q91.  समतलता और कम क्षनत के कारण उच्च-आवृनि आरएफ पीसीबी के नलए कौन सी सफेस नफननश 

सबसे उपयुक्त है? 

 (A)  इलेक्टर ोलेस तनकल इिशिन गोल्ड (इएनआइिी) 

 (B)  हॉट एयर सोल्डर लेवतलांग (एचएएसएल) 

 (C)  इिशिन तटन 

 (D)  ऑगेतनक सोल्डरेतबतलटी तप्रिवेतटव (ओएसपी) 

 

 Which surface finish is most suitable for high-frequency RF PCBs due to flatness and 

low loss? 

(A) Electroless Nickel Immersion Gold (ENIG) 

(B) Hot Air Solder Leveling (HASL) 

(C) Immersion Tin 

(D) Organic Solderability Preservative (OSP) 
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Q92.  कौन सी नवननमागण सीमा याांनत्रक नडर नलांर् को एचडीआइ माइक्रोनवयास (<0.2 नममी) के नलए अनुपयुक्त 

बनाती है? 

 (A)  परावैद्युि तवसांयोिन 

 (B)  खराब िाम्र लेपन आसांिन 

 (C)  उच्च तडर ल तबट तिसाव और कि पहलू अनुपाि क्षििा 

 (D)  अत्यतधक तडर ल भटकाव (गलि पांिीकरण) 
 

 Which manufacturing limitation makes mechanical drilling unsuitable for HDI 

microvias (<0.2 mm)? 

(A) Dielectric delamination 

(B) Poor copper plating adhesion 

(C) High drill bit wear and low aspect ratio capability 

(D) Excessive drill wander (misregistration) 

 

Q93.  कौन सा पीसीबी डेटा प्रारूप सै्टक-अप, नेटनलस्ट, सामग्री और परीक्षण डेटा सनहत सबसे व्यापक 

नवननमागण जानकारी प्रदान करता है? 

 (A)  एके्सलॉन तडर ल ़िाइलें  (B)  ओडीबी++ 

 (C)  डीएक्सएफ   (D)  गेरबर 
 

 Which PCB data format provides the most comprehensive manufacturing 

information, including stack-up, netlist, materials, and test data? 

(A) Excellon drill files   (B) ODB++ 

(C) DXF    (D) Gerber 

 

Q94.  रे्रबर फॉमेट की सबसे बडी सीमा है_______________। 

 (A)  केवल 2डी ग्रात़िक्स, कोई िूल नेटतलस्ट या सै्टक-अप िानकारी नही ां 

 (B)  बहु-परि पीसीबी के तलए सिथिन का अभाव 

 (C)  सोल्डर िास्क डेटा के साथ असांगति 

 (D)  एक्सएिएल स्कीिा की आवश्यकिा 
 

The biggest limitation of the Gerber format is: 

(A) Only 2D graphics, no native netlist or stack-up information  

(B) Lack of support for multi-layer PCBs 

(C) Incompatibility with solder mask data 

(D) Requirement of XML schemas 

 

Q95.  पीसीबी नडर नलांर् में, माइक्रोनवयास के नलए मैकेननकल नडर नलांर् की तुलना में लेजर नडर नलांर् को क्ोां 

प्राथनमकता दी जाती है? 

 (A)  वाया पे्लतटांग चरण का उनू्मलन 

 (B)  िाांबे की फॉइल को िेजी से हटाना 

 (C)  उच्च पररशुििा के साथ <0.2 तििी तवआस बनाने की क्षििा 

 (D)  लैतिनेट पर कि िापीय िनाव 
 

 In PCB drilling, why is laser drilling preferred over mechanical drilling for microvias? 

(A) Elimination of via plating step  

(B) Faster removal of copper foil 

(C) Ability to create vias <0.2 mm with high precision 

(D) Lower thermal stress on laminates 
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Q96.  बीजीए (बॉल नग्रड ऐरे) पैकेजो ां के नलए, कौन सी ननरीक्षण नवनध सबसे नवश्वसनीय है? 

 (A)  एकू्यआइ (स्वचातलि ऑतप्टकल तनरीक्षण)  

 (B)  आइसीटी (इन-सतकि ट परीक्षण) 

 (C)  थििल शॉक परीक्षण 

 (D)  एक्स-रे तनरीक्षण 
 

 For BGA (Ball Grid Array) packages, which inspection method is most reliable? 

(A) AOI (Automated Optical Inspection) 

(B) ICT (In-Circuit Test) 

(C) Thermal shock test  

(D) X-Ray inspection 

 

Q97.  0201 प्रनतरोधकोां में टॉम्बस्टोननांर् का कारण प्रायः  _______ होता है। 

 (A)  ररफ्लो के दौरान पैडोां का असिान िापन 

 (B)  दोनोां पैडोां पर सोल्डर पेस्ट की अतधक िात्रा 

 (C)  प्रतिरोधक के नीचे वाया-इन-पैड 

 (D)  गलि इएनआइिी पे्लतटांग िोटाई 
 

 Tombstoning in 0201 resistors is most often caused by: 

(A) Unequal heating of pads during reflow  

(B) Excess solder paste volume on both pads 

(C) Via-in-pad under the resistor  

(D) Incorrect ENIG plating thickness 

 

Q98.  एक दो तरफा ररफ्लो असेंबली में, दूसरे पक्ष को सांसानधत करते समय मुख्य जोस्थिम क्ा है? 

 (A)  अतिररक्त सोल्डर िास्क का सूखना 

 (B)  पहले पक्ष के िटकोां का तगरना 

 (C)  पहले पक्ष के िोड़ोां का ऑक्सीकरण 

 (D)  तवआस का गलि सांरेखण 
 

 In a double-sided reflow assembly, what is the major risk when processing the second 

side? 

(A) Excess solder mask curing  

(B) Components on the first side falling off 

(C) Oxidation of first-side joints 

(D) Misalignment of vias 

 

Q99.  एसएमटी असेंबली के दौरान, सोल्डर पेस्ट के र्लत सांरेिण का सबसे आम कारण क्ा है? 

 (A)  अपयािप्त एचएएसएल त़ितनश   

 (B)  ररफ़्लो िें अपयािप्त सोक टाइि 

 (C)  अनुतचि स्टेंतसल सांरेखण या बोडि वॉरपेि 

 (D)   िाांबे की कि िोटाई 

 

 During SMT assembly, what is the most common cause of solder paste misalignment? 

(A) Inadequate HASL finish  

(B) Insufficient soak time in reflow  

(C) Improper stencil alignment or board warpage 

(D) Low copper thickness 
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Q100.  उच्च-नवश्वसनीयता वाली असेंबनलयो ां (जैसे, एयरोसे्पस, नचनकत्सा) में, कन्फॉमगल कोनटांर् मुख्य रूप से 

____________ के नलए लर्ाई जाती है। 

 (A)  इएिआइ तवतकरण को कि करने 

 (B)  सोल्डर िोड़ की िजबूिी िें सुधार करने 

 (C)  पीसीबी का परावैद्युि न्स्थराांक बढाने  

 (D)  निी, धूल और िांग से सुरक्षा प्रदान करने 

 

 In high-reliability assemblies (e.g., aerospace, medical), conformal coating is applied 

primarily to: 

(A) Reduce EMI radiation  

(B) Improve solder joint strength 

(C) Increase dielectric constant of PCB  

(D) Protect against moisture, dust, and corrosion 
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